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| 3 - colocacién de dicho econjunto electxon;U mantenido por
¥

20 2. Método s@gﬁn la raiVindicaciéﬁ'i,'caracterizadatpof

: \distmta d@ 1a racogida

'35 4. Método segln una de 1las reivindicaciones 1 a

© 1. Método de dl@posimén en un sap@rtze ('7) de por lo menos .

>

de sus carae, y al 'menos'. un segmento (3, 3') J& Sista

un_ eonjunto electrénico compren ey  un

5 conductora conectada a d::.ch -

‘menos Jun contacto eléctrico

"c;ufe_. comprende las
Xatapas siguientes: ' N | 7 M
- formacidén de dicho (al menos@sagment@ (3, 3') de pista ?"’;M o~
conductorf terriendy un contorno predeteminado, )@ ,
10 Q) reacogida de dicho a1l mends un segmento (3, 3') de p‘iéta D
: ip (4) con un dn.spo_s_g._t_:_}im de coloeacion (6) =

(5, 5'), caracterlzado pox | el

segmento tam.@ndo una parte . situa.da en
_ aplwada. CONETa un contacto (5, 5') del chip (4) ;

dicho dlap@mt_—‘.vo de colocacién (6) en una posicién

deteer-miﬂada Qasp@cto a dicho soporte (7);

mtrmducc;.én dc—:e dicho conjuntc:: electrinico @sop@fte_ ; i

heE] ‘ "e dicha introduc:cq,én de dicho conjunto electrénico
'a:x.cho soporte es - efectuads ¢ _presién este_ conjunto

en el soporte (7) gue experimenta

@ntcrmes un cmrto desplazamlento de materia.

-

8 . 3. mMétodo sggfin la reivindica;:ién 1, caracterizado pgm

)( or dicho d;spomtwm

dicho

des.f
Y} este dltimo 1

chip .

nteniends diche

' 'Qh'g__x(éz) en UHA -posien.ada ‘con respecto a dicho al menos

Uz seginenw (23,- 3') por ﬁi?edias de retencidén hasta dicha

3(/&-/%

&«-q‘ 5 da ‘que en el momento de la

recogida, dicho.al menos un segmento (3, 3') es recogido /
primero v a _cont:inuacién diaho chip (4) , 1a cara del chip (4) U

introduceidn de dicho conjuntc en dicho soporte (7).

caracterizado por

dicha parte de cada segmento (3, 3')

-de un congctca (5, B"). P “




d

5. Método seglin una de las reivindicaciones 1 a 3, &le

caracterizado por yaaﬂ]'ﬂb que la conexidén eléctrica entre (JC;
: d,hl— L
dicho al menos un contacto (5, 5') del chip (4) y dicho al jﬂ

5 menos un segmento (3. 3') es asegurada por 1la etapa de \

introduccidén de dicho conjunto electrdnico en el soporte (7).

6. Método seglin wuna de las reivindicaciones 1 a 3,

-#ﬂg e‘ ;:é)operacién de soldaduraj&
re o al menos un contacto

(5, 5') del chip (4) es efectuada por el dispositivo de

caracterizado po

10 de dicho segmento

Adutuiy
colocaciénqu}/// egt&lequipado\ con medios de soldadura.
..-—"""'-"-M—_“-h e

7. Método segln una lag reivindicaciones 1 a 3,
15 caracterizado por’ operac:lon de soldadura
de dicho al menos Segmento (3, sobre dicho al menos un

contacto (5, 5') del chip (4) es efectuada con ayuda de un

dispositivo de soldadura separado del dispositiveo de

colocacién (6) ya sea antes de la etapa de recogida de dicho

- 20 conjunto electrénico por dicho dispositivo de colocacidn (6),

T T

ya sea después de la etapa de introduccidn de dicho conjunto

electrdnico en el soporte (7).

8. Método seglin una de las reivindicaciones 1 a 3,

25 caracterizado por \el que incluye una etapa de

deposicién de pegamento conductor sobre los contactos (5, 5')
del chip (4) antes de la recogida de dicho chip (4) por el

digpositivo de colocacidn (6).

30 9. Método segin una de las reivindicaciones 1 a 3,

caracterizado por érg:gggﬁzéfﬁzlwque incluye una etapa de
[, S —

deposicidn de pegamento conductor sobre dicha parte de cada

segmento (3, 3') destinada a ser aplicada contra un contacto
(5, 5') del chip (4).
35
v 10. Método seglin la reivindicacidén 1, caracterizado porEE@T

d @ que dicho segmento (3, 3') define una
antena. '

40 11. Método seglin la reivindicacidén 10, caracterizado pogiégi

- gque dicha antena es formada ya'sea por dos segmentos

(3, 3') conectados respectivamente a dos contactos (5, 5') de




~ |, :y * 67 -
- f7

| | < Qi
dicho chip (4), Tya gsea por un bucle tuyas dos partes son i%

conectadas respectivamente a dos contactos (5, 5') de dicho (

chip (4).

5 12. Método sgeglin la reivindicacidén 1, caracterizado por/‘K
%ﬂ}ue dicha parte de dicho al menos un segmento (3,

\ 3% destinada a ser conectada a un contacto (5, 5') del chip
(4) forma una primera extremidad del segmento, su segunda 7’

Q? extremidad f%tamdcjde@ ser conectada a una pista

10 conductora c'i‘ispuesta gobre dicho soporte (7).

'\

13. _Método segfin la reivindicacién 1, caracterizado por’
hec;o %ique dicho al menos un segmento (3, 3') de pista’ es
recortado en una hoja (2) de material conductor.

14 Método segln la reivindidacién 1, caracterizado por
h%‘que al menos un segmento aislante (20, 20') es
obt¥enido a partir de una pelicula aislante y es luego

aplicado contra dicho al menos un segmento (3, 3') de pista,

15

20 cada segmento aislante (20, 20') formando una zona aislante Q
A

' ‘ (13, 13') sobre el segmento de pista (3, 3') al cua

1

5
25 ect que al wmenos un segmento de pista conductora
mplementario (3'') es igualmente recogido y depositado

sobre dicho soporte (7) por dicho dispositivo de colocacién

(

gy

Método segfin la reivindicacién 1, caracterizado po’r[ﬁ\

@

(6), este segmento complementario (3'') formando una conexidn
eléctrica entre una primera pista (21') y una segunda pista

30 (21'') dispuestas sobre dicho soporte (7).

16. Método segln la reivindicacidén 15, caracterizado por‘@
(3') pase por encima de un conjunto de pistas (21), un
segmento aislante (20, 207) ispuesto entre este O
conjunto de pistas (21) y dicho segmento complementario
(3'1).

)

17. Método segln la reivindicacidén 16, caracterizado porjﬁ

40 k?ﬂﬁ'que dicho segmento aislante (20, 20') asociado a
ditho -segmento complementario (3'') es igualmente recogido y
depositado por dicho disgpositivo de colocacién (6).

fref
/
quel estd previsto \que dicho segmento complementario fz d‘{ﬁ)

e



18. Método segln la reivindicacidén 1, caracterizado porﬁ
ég que dicho conjunto electrdnico es introducido’en

dicho sorte (7) de manera qgue la superficie del chip (4)
5 que lleva los contactos (5, 5') aflore sensiblemente a la

\superfic:ie del soporte (7), y por el hecho de que dicho al ()

C),menos un segmento (3, 3') sea aplicado superficie .

 del soporte (7).

10 19. Método seglin la reivindicacidén 18, caracterizado po@ Oéjy—/
@que, a continuacién de dicha introduccidn de dichg

conjunto electrdnico en dicho soporte (7),
& portacid e una hoja aislante (9) de proteccid

g( o parte de dicha superficie del soporte (7).
Metodo segun la reivindicacidén 13, caracterizado por/M\

)que la hoja (2) de material conductor incluye una

pelicula aislante (12, 12') aplicada contra su cara inferior.

20 21. Método seglin la reivindicacidén 20, caracterizado porl Q
he: que al menos un segmentoc (3, 3') eg obtenido a

artir de dicha hoja (2) de manera una zona (7

C/\ aislante (13, 13') arte central de su cara inferior \
destinada a ser aplicada contra el soporte (7), las

25 extremidades de este segmento (3, 3'@ libres) de la

zona aislante (13, 13').

22. Métod in la reivindicacidén 20 6 21, caracterizado
porﬁﬁgﬁﬁme la pelicula (12, 12') aislante es

30 recu!blerta de un pegamento,

23. Método seglin la reivindicacidn 22 caracterizado porqel

Nﬂ%qne en el momento de la colocacidn del conjunto
o ——— L a———

sobre” el soporte/('Mel dispositivo de colocacidén (6)

35 recalienta dicho al mencs un segmento (3, 3*) en los puntos

(ﬁ, 14') esituados en frente de la zona aislante (13, 13')
generando una activacién del pegamento y el mantenimiento del

segmento (3, 3') sobre el soporte (7).

40 24. Método segln la reivindicacidn 1, caracterizado porfel

comprende una etapa preliminar de formacidn, en el
- e —
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soporte (7), de una cavidad destinada a servir de alojamiento

(15) al chip (4) del conjunto electrénico.

e 2

25. Método segln la reivindicacidén 24 en el cual a

dimensiones del alojamiento (15) equivalen a aquellas del

téﬁip 4) y la profundidad de dicho alojamiento (15)

corresponde sensiblemente al egpesor del chip (4),
caracterizado por el hecho de gque incluye una etapa de
reblandecimiento del soporte (7) a nivel de dicho alojamiento
(15) anterior al hundimiento del chip (4) en el alojamiento
(15) de manera que la cara de dicho chip (4) que lleva los
segmentos (3, 3') afloren sensiblemente a la superficie del

goporte.

26. Método seglin la reivindicacién 24 en el cualrklgs
imensiones lojami (15) son superiores a aguellas
del chip (4) y la profundidad de dicho alojamiento (15)
corresgponde éensiblemente al espesor del chip (4),
caracterizado por el hecho de gque incluye una etapa de
deposicidn de una sustancia adhesiva (16) en el alojamiento
(15) anterior a la introduccidén del chip (4) en dicho soporte
de manera que el esgpacio libre que rodea el chip (4) colocado
en el alojamiento (15) es rellenado por el retroceso de dicha
sustancia adhesiva y por el hecho de que la cara de dicho
chip (4) gue lleva los segmentos (3, 3') aflora sensiblemente

a la superficie del soporte (7).

27. Método seglin la reivindicacién 24 en el cual las
dimensgj del alojamiento (15) son superiores a aquellas
del chip (4) y la profundidad de dicho alojamiento (15) es

inferior al espesor del chip (4), caracterizado por el hecho

de que incluye una étapa de reblandecimiento del soporte (7)

a nivel de dicho alojamiento (15) antes y/o durante el
hundimiento del chip (4) en el alojamiento (15) de manera que
la cara de dicho chip (4) que lleva los segmentos (3, 3')
aflore sensiblemente a la superficie del soporte (7), el
espacio que rodea el ¢hip (4) colocado en el alojamiento (15)

estando al menos parcialmente rellenado por un retroceso (17)

A0
7

de materia del soporte (7).

A

28. Método seglin la reivindicacién 27, caracterizado por el

hecho de que una sustancia adhesiva (16) es depositada en el




alojamiento (15) antes del hundimiento del chip (4) de manera
que dicha sustancia (16) complete el relleno del espacio que

rodea el chip (4) colocado en el alojamiento (15).

5 29. Método segln la reivindicacidén 1, caracterizado por el

hecho de <que comprende las etapas preliminares de

constitucidn de un soporte (7) formado por la superposicidn
de por lo menos dos capas (7', 7") una scobre la otra, y de
formacidn de una ventana (18) en la capa superior (7'), la

10 capa inferior (7") cerrando la e inferior de la ventana

(18), dicha ventana (18) definiendo/un alojamiento destinado

a recibir el chip (4) del coijunto electrdnico.

30. Método segiin la reivindicacién 29 en el cu las
15 dimensiones de 1amyentana (18) son equivalentes a aguellas
del chip (4) vy ei egpesor de la capa superior (7') del
goporte (7) corresponde sensiblemente al espesor del chip
(4), caracterizado por el hecho de que incluye una etapa de
reblandecimiento del soporte (7) a  nivel de dicha wventana
20 (18) antes vy/o durante el hundimiento del chip (4) en la
ventana (18) de manera que la cara de dicho chip (4) que
lleva los segmentos (3, 3') aflore sensiblemente a la

gsuperficie del soporte (7).

25 31. Método  seglin la reivindicacibn 29 en el cual las
gimgggggggg_gghiiﬂzggggga (18) son superiores a aquellas del
cﬁip (4) vy el espesor de la capa superior (7') del soporte
(7) corresponde sensiblemente al espesor del chip (4),
caracterizado por el hecho de que incluye una etapa de

30 deposicidén de una sustancia adhesiva (16) en el alojamiento
formado por la ventana (18) anterior a la introduccién del
chip (4) en dicho soporte (7) de manera que el espacio libre
que rodea el chip (4) colocado en la ventana (18) sea
rellenado por el retroceso (17) de dicha sustancia adhesiva

35 (16) y que la cara de dicho chip (4) que lleva los segmentos

(3, 3') aflora sensiblemente a la superficie del soporte (7).

32. Método segln la reivindicacién 29 en "el cual las

di@gﬂﬁignﬂﬁmégmifmjfﬁffna (18) son supewicres a aquellas del

40 chip (4) y el espesor de la capa superior (7') del soporte

(7) es wmenor que el espesor del chip (4), caracterizado por

el hecho de que incluye una etapa de reblandecimiento del

N T < - T W AR TR SR
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soporte (7) a nivel de dicha ventana (18) antes y/o durante
el hundimiento del chip (4) en el alojamiento formado por la
ventana (18) de manera que la cara de dicho chip (4) que
lleva los segmentos (3, 3') aflore sensiblemente a la
superficie del soporte (7), el espacio que rodea el chip (4)
colocado en la ventana (18) siendo rellenado al menos en
parte por el retroceso (17) de la materia de la capa inferior

(7") del soporte (7).

33, Método seglin la reivindicacidn 32, caracterizado por el

hecho de qu%

gustancia adhesiva (16) es depositada en el

alojamiento fo

ado por la ventana (18) antes del hundimiento

N ,
del chip (4) de manera que dicha sustancia (16) complete el
rellenado del espacio que rodea el chip (4) colocado en dicho

alojamiento.

34. Método seglin la reivindicacidébn 1, caracterizado por el

hecho de que comprende las FfEEEBEE—_*EEEEiEEEifii__jﬁi

constitucién de .un soporte (7) formado por la superposicidn

S

de por lo menos dos capas (7'; 7") una sobre la otra, y de

formacidén de una ventana (18) en la capa inferior (7''), la

capa superior (7') cerrando la ventana (18), el conjunto
electrédnico siendo hundido en la capa superior (7') en frente
de la ventana (18) de la capa inferior (7") con el
digpositivo de colocacidén (6), la presidn ejercida por dicho
dispositivo de colocacidén (6) haciendo retroceder la materia
reblandecida de la capa superior (7') en la ventana (18), los
segmentos (3, 3') y el chip (4) del conjunto electrénico
afloran sensiblemente a la superficie de la capa superior

(7).

35. Dispositivo de colocacién (6) destinado a colocar en un
goporte (7) un conjunto electrdénico que incluye un chip (4)

provisto de por lo menos un contacto (5, 5') eléctrico

conectado a un segme 3') de pista conductora, dicho

‘!glando equipade con medios de posicionamiento

quccidn del conjunto electrénico en el soporte (7

dispositivo

provista de medios de retencién de por lo menos un segmento

(3, 3') de pista conductora asi como de medios de retencidén

de un chip (4) que es recogido de manera que cada segmento

de ip 4*
caracterizado por el hecho de gue incluye una cabeza -



i

(3, 3') de pista esté situado en frente o sea aplicado contra

al menog un contacto (5, 5') del chip (4).

36, Digposgitivo segln la reivindicacién 35, caracterizado

5 por el hecho de gue los medios de retencidén de dicho al menos

\\ un segmento de pista (3, 3') estén constituido por orificios
| (10, 10') de aspiracién de ai@i‘;mﬁ”ﬁcio sobre) una de

/ las caras de dicho al menos un ségmento (3, 3 1) .\»

agi dicho segmento (3, 3') contra dicha cabeza.

10
37. Dispositivo sgegln 1la reivindicacidén 36, caracterizado
por el hecho de gue los medios de retencién del chip (4)
comprenden al menos un orificio (11) de aspiracidén de aire
gituado en una zona central de la cabeza de dicho dispositivo

15 cerca de por lo menos una extremidad de segmento de pista (3>O

3')@:: los orificios (10, 10') correspondientes.

\, 38. Dispositivo segiin la reivindicacién 35, caracterizado
por el hecho de que los medios de retencidn del chip (4) )

comprefidepl elementos adhesivos. ' A

39. Disgpositivo segln la reivindicacidén 35 caracterizado por

el hecho de que la cabeza incluye medios de soldadura de

dicho al menos un gegmento (3, 3') de pista conductora sobre

25 al menos un contacto (5, 5') del ch'ip (4). —_—
) ao0. Objeto portatil co@portando sobre toda Jo parte de su : %
, A
estructura un soporte (7) aislante en cuya materia es ﬂrﬁj‘(

sumergide al menos un chip (4) electrdnico que@;@una v ,
_30\ cara provista de por lo_menos un contacto (5, 5'), dicha cara 7
d a la superficie del soporte (7), o
' caracterizado por el hecho de que al menos un segmento (3,
3') de pista conductora distinto es aplicado contra la
superficie del soporte (7), una primera extremidad de este
35 segmento estando conectada a un contacto (5, 5') dispuesto en
dicha cara del chip (4) mientras que su segunda extremidad es
. conectada a una extremidad de una pista conductora dispuesta
previamente sobre dicho soporte, dicho segmento (3, 3') de
pista conductora siendo sensiblementé plano.
40
41. Objeto portatil segln la reivindicacidn 40,

caracterizado por el hecho de que toda o parte de la
T UL < B R _ g



